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１．概要（Summary） 

再生医療を目的とした生物材料の力学的特性の AFM

測定のための溝のついたシリコン基板を作成した。現段

階ではまだ条件の検討をしている状態である。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・多元 DC/RFスパッタ装置 

・リアクティブイオンエッチング装置 

・LED描画システム 

【実験方法】 

直径 10 cmの円形シリコン基盤に様々な幅（µm）、600 

nm深さの溝を 2.16 µm間隔で掘り込むことを目的とした。

加工全体を通しての手順は①Cr スパッタリング、②レジス

ト塗布、③LED 描画（上記条件）、④現像、⑤Cr 除去、

⑥エッチング、⑦レジスト除去、⑧Cr 除去。①はマニュア

ルに従い、実施条件は装置登録のレシピ No.8 で実施し

た。②塗布後の加熱条件は HMDS 塗布 180℃ 5 min、

AZ 5206E塗布後に 110℃ 2 minベークした。③上記シ

リコン基板に、設定した幅条件で描画し、④描画 11 時間

後に現像を行った。次いで⑤Cr除去を 2分間行った後、

⑥エッチングを装置登録のレシピ No.6 で実施した。⑦レ

ジスト除去は DMF に浸漬 1 min → アセトン浸漬 1 分 

→ 純水洗浄の順で行い、⑧Cr除去は 12分程度実施し

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

現段階では当初想定していた均一な溝のついた基板

は得られていない。その理由として現在以下の 3 つの問

題点が考えられるため、次回以降の加工では次の対策を

実施する予定である。 

まずは基板サイズが大きすぎたことである。面積が大き

いため、描画が最後まで上手くいかなかったと考えられる。

次回は今回の半分のサイズ 5 cm × 5 cmのシリコン基板

を用いる。 

次に同一基板に異なるサイズの描画を行ったことで汚

れや傷が目立ったことである。基板自体のサイズも小さく

する予定なので、今後は同一基板に単一パターンの描画

を行う。 

最後に、描画終了後から現像までの時間が長かった

（11 時間）ことである。室温・大気条件下で長時間放置し

たため基板表面のシリコンが劣化し、その後のエッチング

が上手く行われなかったと考えられる。基板サイズにもよる

が、今後は朝一に描画を開始し、終了後すぐに現像を行

うか、もしくは真空デシケータで保存する予定である。 
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